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กระบวนการวางอุปกรณ์บนแผ่นวงจรแบบยืดหยุ่น ของเสียโดยส่วนใหญ่จะเกิด

จากปริมาณตะกัว่ไม่ตรงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีจะท าให้ลดของ
เสียท่ีเกิดจากปริมาณตะกัว่ไม่เหมาะสม โดยศึกษาทั้งหมด 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความเร็วในการพิมพ์
ตะกัว่ แรงกดในการพิมพ์ตะกัว่ ระยะท่ีใช้ในการพิมพ์ตะกัว่ ระยะห่างในการพิมพ์ตะกัว่ของ
แม่พิมพก์บัช้ินงาน ความถ่ีในการท าความสะอาดแม่พิมพแ์บบอตัโนมติั ความเร็วในการแยกกนั
ระหวา่งแม่พิมพก์บัช้ินงาน ระยะห่างในการแยกกนัระหวา่งแม่พิมพก์บัช้ินงาน และความเร็วใน
การท าความสะอาดแม่พิมพแ์บบอตัโนมติั โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล
บางส่วน เพื่อคดักรองปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณตะกัว่ และน าปัจจยัท่ีมีผลไปท าการทดลองแบบวิธี
พื้นผิวตอบสนอง เพื่อหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด ให้ไดค้่าปริมาณตะกัว่เขา้ใกลเ้ป้าหมายท่ี 100 
เปอร์เซ็นต ์ โดยท่ีการทดลองทั้งสองแบบ เป็นการทดลองท่ีสามารถช่วยลดตน้ทุน และเวลาใน
การท าการทดลอง 

ผลการทดลองแบบวิธีพื้นผิวตอบสนอง ไดค้่าควบคุมความเร็วในการพิมพต์ะกัว่
เท่ากบั 20 มิลลิเมตรต่อวินาที แรงกดในการพิมพต์ะกัว่เท่ากบั 120 นิวตนั ระยะท่ีใชใ้นการพิมพ์
ตะกัว่เท่ากับ 44.3 มิลลิเมตร และระยะห่างในการพิมพ์ตะกัว่ของแม่พิมพ์กบัช้ินงานเท่ากับ 
0.32 มิลลิเมตร เพื่อให้ไดค้่าปริมาณตะกัว่เขา้ใกลเ้ป้าหมายท่ี 100 เปอร์เซ็นต ์ และลดของเสียท่ี
เกิดจากปริมาณตะกัว่ไม่เหมาะสม 
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In the process of surface mount technology on flexible print circuits, almost all 

wastes will be found in the solder printing process caused by solder volume that does not meet 
the specifications. The researcher studies the factors that affect the amount of solder volume to 
reduce waste in the solder printing process. To decrease waste from the solder printing process, 
the eight factors; print speed, print pressure, print range, clearance, clean auto frequency, down 
speed, down stroke, and clean auto speed were investigated. The fractional factorial design was 
applied to select factors significantly affecting the quality of the solder printing process. These 
significant factors were conducted by a response surface experiment to determine the optimal 
level of factors that solder volume nearly reached 100 percent of the target. Fractional factorial 
experiments and response surface were applied because they could reduce complexity cost, and 
resources used in the experiments. 

Base on analysis, it was found the optimal level of factors ware the print speed of 
20 millimeters per second, the print pressure of 120 Newton, the print range of 44.3 
millimeters, and the clearance of 0.32 millimeters. These settings lead the solder volume to 
nearly reach 100 percent of the target, resulting from decreasing in the amount of waste caused 
by solder volume. 
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